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合弁会社の概要について 
１．社名 ASE Embedded Electronics Inc. 

日月暘電子股份有限公司 
２．所在地 台湾国高雄市（ASE 社の高雄工場敷地内） 

 
３．資本金及び 

出資比率 
39,490,000 米ドル相当の台湾ドル 
ASE 社：51%、TDK：49% 
 

４．主な事業 SESUB 製品ならびに IC 内蔵基板製品の製造 
 

 

TDK 株式会社について 
 TDK 株式会社（本社：東京）は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材

料の「フェライト」を事業化する目的で 1935 年に設立されました。主な製品としては、各種受動部

品※（製品ブランドとしては TDK、EPCOS）をはじめ、電源、HDD ヘッドやマグネットなどの磁気

応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロ

ッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー

製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネス

を展開しています。 
2015 年 3 月期の売上は約 1 兆 800 億円で、従業員総数は全世界で約 88,000 人です。TDK は、台

湾での研究開発活動の強化と台湾企業や研究機関との協力関係の拡大を進めてきました。TDK グル

ープについては、詳しくはウェブサイトをご覧ください。www.global.tdk.com 

※主な製品は、コンデンサ（積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ）、イン

ダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。 

ASE グループについて 
ASE グループは、独立系の半導体製造サービスの世界最大手で、組立、製品テスト、材料、製造

デザインなどのサービスを提供しています。業界では、より速く、より小さく、よりパフォーマンス

の優れた IC チップに対するニーズがこれまでになく高まっています。グローバルーリーダーとして

このようなニーズに応えるために、ASE グループは、幅広い技術とソリューションのポートフォリ

オを開発・提供しています。このポートフォリオには、IC テストのプログラム・デザイン、前工程

のエンジニアリングテスト、ウェーハ・プローブ、ウェーハ・バンプ、基板デザイン、基板供給、ウ

ェーハ・レベルのパッケージ、フリップ・チップ、システム組込みパッケージ（SIP）、最終テスト、

傘下の Universal Scientific Industrial Co Ltd.を通じて提供する電子製造サービスが含まれます。ASE
グループは、2014 年の売上は 85 億米ドル、従業員数は全世界で 6 万 8 千人を超えます。 

より詳しくは、こちらをご覧ください。www.aseglobal.com 

 

報道関係者の問い合わせ先 

Advanced Semiconductor Engineering Inc. 
担当者 所属 電話番号 Email Address 

Ms.Jennifer 
Yuen 

Advanced Semiconductor 
Engineering Inc. +65 6631 4229 jennifer.yuen@aseus.com 

TDK 株式会社 
担当者 所属 電話番号 Email Address 

大須賀 
TDK 株式会社  

広報グループ 
+81 3 6852-7102 pr@jp.tdk.com 

 


